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(54) Support pour depot electrochimlque 

(57) Support pour depot electrochimique, compre- 
nant un substrat (120), et, surce substrat, une pluralite 
de premieres surfaces conductrices ( 1 28) aptes a cons- 
tituer des electrodes, au moins une seconde surface 



conductrlce (116) apte a constituer une contre-electro- 
de, et des moyens de connexion (130, 132, 133, 135) 
desdites premieres surfaces conductrices et de ladite 
seconde surface conductrice a une source de tension. 
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D scription 

Domaine technique 

La presente invention se rapporte a un support pour 
depot electrochinnique et en particulier pour depot elec- 
trolytique. 

On entend par support, un substrat integrant ou non 
des fonctions logiques et/ou nnecaniques et/ou chinni- 
ques et/ou optiques. Un support peut par exemple etre 
une puce ou un ensemble de puces microelectroniques 
comportant des electrodes, c'est-a-dire des sites aptes 
a recevoir un depot electrochimique. 

L'invention trouve notannment des applications 
dans le domaine de la microelectronique pour deposer 
sur des electrodes des materiaux conducteurs electrl- 
ques, en des endroits determines. L'invention peut ser- 
vir par exemple a realiser un support avec des billes d' in- 
terconnexion disposees sur des plots de contact d'une 
puce. 

L'invention trouve egalement des applications dans 
la fabrication de systemes d'analyse en biologie, dans 
lesquels des polymeres doivent etre deposes egale- 
ment en des endroits determines sur des electrodes. 

Etat de ia technique anterieure 

La figure 1 permet de rappeler brievement les ele- 
ments d'un equipement pour effectuer un depot electro- 
chimique sur un support 

Dans une cuve 10 emplie d'un electrolyte 12 est 
plongee une piece a traiter formant electrode ou un sup- 
port avec une surface conductrice formant electrode. 
Cette piece est reperee par la reference 14. Une contre- 
electrode 16 est egalement plongee dans I'electrolyte. 
L'electrode 14 et lacontre-eiectrode 16 sont respective- 
ment relies electriquement aux bornes d'un generateur 
de tension 18. 

L'electrolyte 12 comporte generalement des ions 
metalliques en solution qui, en fonction de leur charge 
et de la tension appliquee par !e generateur 18, se de- 
posent sur l'electrode 14. 

Cette technique de base est de plus en plus utilisee. 
Initialement reservee au depot de metaux purs tels que 
le cuivre ou te nickel, par exemple. elle se generalise a 
I'heure actuelle aux depots electrochimiques faisant ap- 
pel non plus a un deplacement d'ions simples mais a 
des composes complexes organiques conducteurs. A 
titre d'exemple, on peut mettre a profit une reaction 
d'oxydoreductlon qui s'opere sur la piece a traiter, ou 
l'electrode, pour copolymeriser des polymeres entre 
eux. 

Dans la suite de I'expose, l'electrolyte sera ainsi de- 
finl comme une solution comportant des Ions en solution 
et/ou des polymeres. 

Comme decrit precedemment, les techniques 
d'electrochimie sont bien connues et remarquablement 
utilisees notamment en microelectronique. Dans le do- 
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maine de la microelectronique, le depot electrochimique 
est generalement utilise non pas pour recouvrir I'ensem- 
ble de la surface d'une puce mais des parties parfaite- 
ment definies de celle-ci. Le document (1 ) dont la refe- 

5 rence est donnee a la fin de la presente description de- 
crit par exemple une methode utilisee pour deposer a 
la surface d'une puce un materiau conducteur, en I'oc- 
currence un alliage d'etain et de plomb. 

La methode correspondant a la figure 2 et qui est 

10 decrite dans la reference 1 comprend les operations sui- 
vantes. 

Sur une plaquette 1 4 qui peut comporter par exem- 
ple une puce electronique, est deposee une fine couche 
conductrice 24 surtoute sa surface. Une couche de re- 

?5 sine 27 est ensuite deposee puis insolee a travers un 
masque de fa9on a ce qu'apres developpement, les si- 
tes ou le depot doit etre realise, restent sans resine. Un 
contact 30 est pris sur la plaquette par la fine couche 
conductrice. La plaquette est ensuite trempee dans une 

20 electrolyte ; le contact 30 est relie a une borne du gene- 
rateur, Tautre borne du generateur etant reliee a une 
contre-electrode 16 qui est egalement trempee dans 
l'electrolyte 12. Le depot electrochimique se fait alors 
dans les ouvertures menagees dans la resine. La pla- 

25 quette est ensuite rincee puis !a resine est enlevee. II 
reste alors a effectuer une etape de gravure chimique 
qui permet d'enlever la fine couche conductrice: On ob- 
tient ainsi un depot localise par electrochimie. 

Cette methode est bien adaptee au depot d'un me- 

30 me compose sur I'ensemble des sites. 

Une deuxieme methode peut etre utilisee comme 
decrit dans le document (2) et illustree par la figure 3. 
Pour eviter d'avoir a deposer sur toute la plaquette une 
couche metallique et d'utiliser une resine ainsi qu'une 

55 gravure chimique, on relie par des pistes electriques dis- 
cretes 24a, 24b, 24c, les sites 28a, 2eb, 28c ou doivent 
avoir lieu les depots, a des bornes electriques qui seront 
reliees ensuite au generateur de tension. 

Cette methode permet de deposer selectivement. 

40 site apres site un compose puisque Ton peut adresser 
par ies bornes un site et un seul a latois. Ensuite, il sufftt 
de changer d'electrolyte, d'adresser via la borne 30b un 
autre site 28b et on deposera un autre materiau, etc.. 
Dans ies deux methodes decrites precedemment, 

^5 la structure de la cellule electrochimique (ou cuve) reste 
la meme avec une contre-electrode independante de ia 
plaquette situee dans la cellule. 

Le document (3). reference a la fin de la presente 
description, montre une puce multiplexee avec des 

50 electrodes. La puce comporte un circuit logique interne 
permettant d'adresser une a une les electrodes a partir 
de moyens de connexion externes en nombre limite. 

Dans les dispositifs connus. decrits ci-dessus, le 
volume total de la cuve contenant l'electrolyte est rela- 
ys tivement important. En effet. le volume doit etre suffisant 
pour pouvoir contenir a la fois la piece a traiter, par 
exemple une plaquette, et la contre-electrode. Ceci ap- 
parait comme une contrainte importante si l'electrolyte 
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utilise est tres couteux. 

Parailleurs. lorsque I'electrolyte presente une forte 
resisttvite des problemes d'homogeneite du depot peu- 
vent apparaitre. Ces problemes sont d'autant plus im- 
portant que la distance entre le site de depot, c'est-a- 
dire relectrode, et la contre-electrode est grande. 

Pour apporter une solution a ces difficultes. un but 
de la presente invention est de proposer un support pour 
depot electrochimique adapte de fagon ^ reduire dans 
de fortes proportions le volume d'electrolyte necessaire 
au depot. 

Un autre but est de proposer un support pour depot 
electrolytique autorisant un depot homogene quasi-in- 
dependamment de la resistivite de I'electrolyte. 

Expose de rinvention 

Pour atteindre ces buts, le support pour depot elec- 
trochimique de rinvention se caracterise en ce qu'il com- 
prend un substrat, et, sur ce substrat, une pturalite de 
premieres surfaces conductrices aptes a constituer des 
electrodes, au moins une seconde surface conductrice 
apte a constituer une contre-electrode, et des moyens 
de connexion desdites premieres surfaces conductrices 
et de ladite seconde surface conductrice a une source 
de tension. 

Le substrat peut etre aussi bien passif qu'actif. II 
peut integrer en particulier des fonctions logiques et/ou 
chimiques et/ou mecaniques et/ou optiques. Le substrat 
doit etre cependant passif vis-a-vis du bain chimique. 

Grace a ces caracteristiques, comme le support in- 
tegre la contre-electrode, un gain de volume important 
peut etre obtenu pour la cuve de bain electrolytique. 

De plus, les secondes surfaces conductrices etant 
formees sur le meme substrat que les premieres surfa- 
ces conductrices, la distance electrode-contre-electro- 
de peut etre reduite. 

Selon une realisation particuliere du support, le 
substrat peut comporter une bande de materiau con- 
ducteur entourant au moins une partie de ladite pluralite 
de premieres surfaces conductrices et formant la 
deuxieme surface conductrice. 

Selon une autre realisation, le substrat peut com- 
porter une grille de materiau conducteur formant la 
deuxieme surface conductrice, la grille presentant une 
pturalite de mailles et chaque maille entourant au moins 
une desdites premieres surfaces conductrices. 

Selon un autre mode de realisation, le substrat peut 
comporter une pluralite de bandes de materiau conduc- 
teur disposees entre les premieres surfaces conductri- 
ces et reliees entre elles ; ces bandes formant la deuxie- 
me surface conductrice. 

Selon I'agencement de la (des) bande(s) de mate- 
riau conducteur ou de la grille formant contre-electrode 
il est possible d'adapter pour chaque electrode la dis- 
tance qui la separe de la contre-electrode. Cette mesure 
contribue a une amelioration de I'homogenelte du depot 
electrolytique. 
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Les premieres surfaces conductrices et les deuxie- 
mes surfaces conductrices peuvent etre realisees en un 
materiau choisi par exemple parmi AL Au, Pt, Ag, Ni,... 
etc. 

5 Selon un aspect de invention, le support peut com- 
porter une pluralite de puces de microelectronique, cha- 
que puce etant pourvue d'au moins une desdites pre- 
miere surface conductrices. Selon I'invention, on entend 
par puce un regroupement d'electrodes sur un substrat 

10 passif ou actif. 

Ainsi de fagon avantageuse, on peut traiter simul- 
tanement plusieurs puces identiques ou differentes en 
recouvrant par depot electrochimique leur surfaces con- 
ductrices formant electrode. 

15 En ayant recours a plusieurs bains d'electrolyte, il 
est aussi possible de realiser des depots de materiaux 
differents pour differentes surfaces conductrices de 
chaque puce. 

Apres le traitement collectif des puces, celles-ci 

20 peuvent etre eventuellement separees par sciage du 
support. 

Les moyens de connexion prevus pour relier les 
surfaces conductrices a la source de tension peuvent 
comporter des premieres bornes d'adressage dispo- 

25 sees respectivement sur chaque puce, des deuxiemes 
bornes d'adressage, dites bornes collectives, dispo- 
sees sur le substrat et au moins. un reseau d'intercon- 
nexion reliant les premieres bornes et les deuxiemes 
bornes, selon un plan de connexion predetermine. 

30 Ainsi, un signal d'adressage ou une tension de po- 
larisation appliquee sur I'une des bornes collectives 
peut etre distribue a I'ensemble des puces du support, 
pour le traitement collectif d'electrodes determinees des 
puces. 

55 Le plan de connexion peut etre choisi de preference 
de fa^on a relier les premieres bornes d'adressage en 
parallele dans le (ou les) reseau(x). Une connexion en 
parallele evite la mise hors circuit de puces lorsqu'une 
ou plusieurs liaisons electriques sont interrompues, 

40 contrairement au cas d'un plan de connexion en serie. 
Selon une realisation particuliere, les puces peu- 
vent comporter en outre des circuits de multiplexage 
pour I'adressage des premieres surfaces conductrices 
a partir des premieres bornes d'adressage. 

45 Cette mesure est tres avantageuse notamment 
lorsque chaque puce comporte un grand nombre de 
premieres surfaces conductrices a adresser successi- 
vement. Elle permet en effet de reduire. le nombre de 
bornes d'adressage. 

50 Selon une realisation plus simple du support, les 
moyens de connexion peuvent comporter des bornes, 
dites bornes d'adressage, disposees sur le substrat et 
au moins un reseau d'interconnexion reliant directement 
ces bornes d'adressage et les premieres surfaces con- 

55 ductrices selon un plan de connexion predetermine. Les 
moyens de connexion peuvent comporter en outre au 
moins une borne reliee a la deuxieme surface conduc- 
trice. 
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Selon un perfectionnement de i'invention, le sup- 
port peut comporter en outre une troisieme surface con- 
ductrice apte a former une electrode de reference par 
rapport a la deuxieme surface conductrice. 

Selon une variante, le support peut comporter une 
troisieme et une quatrieme surfaces conductrices, ies 
troisieme et quatrieme surfaces conductrices etant ap- 
tes a former conjointement une electrode de reference, 

Les electrodes de reference sont utiles pour cer- 
tains types de reactions electrochimiques, notamment 
celles concernant des polymeres a cause des risques 
de degradation chimique si le potential absolu applique 
sur les electrodes est trop eleve. 

D'autres caracteristiques et avantages de la pre- 
sente invention ressortiront mieux de la description qui 
va suivre, en reference aux figures des dessins an- 
nexes, donnee a titre purement illustratif et non limitatif. 

Breve description des figures 

la figure 1 , deja decrite, est une vue schematique 
d'une installation d'electroiyse d'un type connu, 
la figure 2, deja decrite, est une coupe d'un support 
pour depot electrolytique d'un type connu, 
la figure 3, deja decrite, est une vue de dessus d'un 
support pour depots electrolytiques successifs se- 
lon un procede connu, 

les figures 4, 5 et 6 sont des vues de dessus de 
supports pour depot electrolytique conformes a I'in- 
vention. 

la figure 7 est une vue schematique d'une installa- 
tion d'electroiyse utilisant un support conforme a 
invention, 

la figue 8 est une coupe schematique d'une autre 
installation d'electroiyse utilisant egalement un sup- 
port conforme a I'invention. 

Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 
I'invention 

La figure 4 donne un premier exemple de realisation 
d'un support conforme a I'invention. 

Sur un substrat 120 actif ou passif sont realisees 
une ou plusieurs puces 121 comportant chacune une 
pluralite de premieres surfaces conductrices 128 aptes 
a former des electrodes. 

Dans I'exemple de la figure une seule puce est re- 
presentee de fa^on detaillee. Une pluralite de puces 
identiques ou differentes formees sur le meme substrat 
peuvent etre traitees stmultanement pour realiser un de- 
pot electrolytique, puis etre ensuite separees pour une 
utilisation individuelle. 

Les premieres surfaces conductrices 128 qui cons- 
tituent des electrodes sont adressables a partir de pre- 
mieres bornes d'adressage 132 disposees sur chaque 
puce. 

Les premieres surfaces conductrices 128 peuvent 
etre reliees aux premieres bornes 132 par I'intermediai- 



re d'un reseau de connexion non represents. 

Les premieres surfaces conductrices 128 peuvent 
egalement etre reliees aux premieres bornes 1 32 par 
I'intermediaire d'un circuit logique de multiplexage (non 
5 represents). Un tel circuit permet d'adresser selective- 
ment un grand nombre de premieres surfaces conduc- 
trices a partir d'un nonnbre reduit de bornes. On peut se 
reporter a ce sujet au document (3). 

Lorsque le substrat comporte plusieurs puces de- 

70 vant etre traitees simultanement, des deuxiemes bor- 
nes d'adressage 1 30 peuvent etre formees sur le subs- 
trat. Toutes les premieres bornes des puces sont alors 
reliees respectivement a des deuxiemes bornes corres- 
pondantes. La liaison entre les premieres bornes 1 32 et 

75 les deuxiemes bornes 130 est representee schemati- 
quement sur la figure par un trait mixte 1 34. Elle est ega- 
lement effectuee selon un plan de connexion determine. 
II s'agit par exemple d'un plan de connexion en parallele, 
ce qui permet I'adressage des puces valides meme si 

20 une puce jugee defectueuse est deconnectee. 

Comme le montre la figure 4, une bande de mate- 
riau conducteur 116 est prevu sur le support. Cette ban- 
de, par exempie en Au, Ag, Pt, Nl, AL constttue une se- 
conde surface conductrice au sens de I'invention et for- 

^5 me une contre-electrode. 

Dans la realisation conforme a la figure 4, la secon- 
de surface conductrice, c'est-a-dire la bande 1 1 6 entou- 
re toutes les electrodes 128 de la puce. Chaque puce 
peut etre ainsi equipee d'une seconde surface conduc- 

30 trice, formant contre-electrode, qui lui est propre. 

Toutes les secondes surfaces conductrices formant 
contre-electrode sont alors reliees respectivement a 
une premiere borne 133 de la puce correspondante et 
les premieres bornes 133 sont mutuellement reliees a 

35 une unique borne collective 135. La borne 135 permet 
d'appliquera toutes les deuxiemes surfaces un potentiel 
de contre-electrode. 

On peut noter que la bande de materiau conducteur 
116 qui constitue ia seconde surface conductrice peut 

40 aussi etre en commun pour toutes ies puces et entourer 
I'ensemble des premieres surfaces conductrices du 
support. Auquel cas, elle est reliee directement a la se- 
conde borne 1 35. 

La figure 5 montre une variante de realisation du 

^5 support de I'invention. 

Dans le cas des figures 5 et 6, on a represente, pour 
simplifier, uniquement un ensemble de premieres sur- 
faces conductrices 128 reliees a des bornes de con- 
nexion 1 30 par un reseau de connexions non represen- 

50 te, enterre. II est bien entendu que les surfaces conduc- 
trices peuvent appartenir a une puce ou plusieurs puces 
et que des bornes d'adressage intermediaires du type 
de celles referencees 132, 133, peuvent aussi etre uti- 
lisees. 

55 Dans la figure 5. une deuxieme surface conductrice 
116 formant contre-electrode, formee sur le substrat 
120, est realisee sous la forme d'une grille en un mate- 
riau conducteur electrique. La grille comporte une plu- 
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(3) 

A MONOLITHIC SENSOR ARRAY OF INDIVI- 
DUALLY ADDRESSABLE MICROELECTRODES 
de R. Kakerow et al. Sensors and Actuators A, 43 
(1994), pages 296-301. 5 

Revendications 

1 . Support pour depot electrochinnique, caractertse en io 
cequ'ilconnprend un substrat (120), et, surcesubs- 
trat, une pluralite de premieres surfaces conductri- 
ces (128) aptes a constituer des electrodes, au 
moins une deuxieme surface conductrice (116) apte 

a constituer une contre-electrode, et des moyens ^5 
de connexion (130, 132, 133, 135, 140) desdites 
premieres surfaces conductrices et de ladite secon- 
de surface conductrice a une source de tension. 

2. Support selon la revendication 1 , caracterise en ce 20 
que le substrat comporte une bande de materiau 
conducteur entourant au moins une partie de ladite 
pluralite de premieres surfaces conductrices (128) 

et formant la deuxieme surface conductrice (116). 

25 

3. Support selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le substrat comporte au moins une grille de ma- 
teriau conducteur formant la deuxieme surface con- 
ductrice (116), la grille presentant une pluralite de 
mailles et chaque maille entourant au moins une ^0 
desdites premieres surfaces conductrices (128). 

4. Support selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le substrat comporte une pluralite de bandes 

de materiau conducteur, reliees entre elles et dis- 35 
posees entre las premieres surfaces conductrices, 
ces bandes formant la deuxieme surface conductri- 
ce. 

5. Support selon I'une des revendications preceden- 40 
tes, caracterise en ce que les premieres surfaces 
conductrices (128) et les deuxiemes surfaces con- 
ductrices sont realisees en un materiau choisi parmi 

Al, Au, Pt, Ag. Ni. 

45 

6. Support selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le support com- 
porte une pluralite de puces de microelectronique 
(121 )=. chaque puce etant poun/ue d'au moins une 
desdites premiere surface conductrices (128). so 

7. Support selon la revendication 6, caracterise en ce 
que les moyens de connexion comportent des pre- 
mieres bornes d'adressage (132) disposees res- 
pectivement sur chaque puce, des deuxiemes bor- 55 
nes d'adressage (130), dites bornes collectives, 
disposees sur le substrat (120) et au moins un re- 
seau d'interconnexion (134) reliant les premieres 



bornes et les deuxiemes bornes, selon un plan de 
connexion predetermine. 

8. support selon la revendication 7, caracterise en ce 
que les puces (121) comportent en outre des cir- 
cuits de multiplexage pour I'adressage des premie- 
res surfaces conductrices a partir des premieres 
bornes d'adressage. 

9. Support selon Tune quelconque des revendications 
1 a 6, caracterise en ce que les moyens de con- 
nexion comportent des bornes (130), dites bornes 
d'adressage, disposees sur le substrat (120) et au 
moins un res'eau d'interconnexion reliant les bornes 
d'adressage et les premieres surfaces conductrices 
(128) selon un plan de connexion predetermine. 

10. Support selon I'une des revendications 1 a 9, ca- 
racterise en ce que les moyens de connexion com- 
portent en outre au moins une borne (135) rellee a 
ladite deuxieme surface conductrice. 

1 1 . Support selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'il comporte en 
outre une troisieme surface conductrice (150) apte 
a former une electrode de reference par rapport a 
la deuxieme surface conductrice (116). 

1 2. Support selon Tune quelconque des revendications 
1 a 10, caracterise en ce qu'il comporte en outre 
une troisieme (150) et une quatrieme (152) surfa- 
ces conductrices, les troisieme et quatrieme surfa- 
ces conductrices etant aptes a former conjointe- 
ment une electrode de reference. 
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ralite de mailles qui entourent chacune de fagon indivi- 
dueile, dans cet exemple, Tune des premieres surfaces 
conductrices 1 28. 

La grille est reliee a une borne 1 35 disposee en bor- 
dure du substrat 1 20., pour Tapplication d'un potentiel de 
contre-eiectrode. 

La figure 6 montre une autre variante de realisation 
du support de invention. 

On y trouve, comme sur la figure 5, un substrat 1 20, 
des premieres surfaces conductrices 1 28, formant elec- 
trodes, des bornes d'adressage 1 30 des premieres sur- 
faces conductrices 128, et une borne 135 pour I'appli- 
cation d'un potentiel sur la contre-electrode. 

La contre-electrode est formee par une seconde 
surface conductrice 1 1 6, sous la forme d'une grille ega- 
lement. 

Les mailles de la grille sont plus larges que ceiles 
du support de la figure 5. Chaque maille de la grille en- 
toure un groupe de quatre premieres surfaces conduc- 
trices. 

Le choix de la structure de la contre-electrode est 
lie d'une part au type d'electrolyte employe (homogenei- 
te du depot iiee a la resistivite du bain et a la distance 
electrode/contre electrode) et d'autre part a la surface 
du substrat utilisable pour realiser une contre-electrode. 

Par ailleurs, une troisieme et une quatrieme surfa- 
ces conductrices, referencees 150 et 152, sont formes 
sur le substrat 1 20 a cote des premiere et deuxieme sur- 
faces conductrices. 

Les troisieme et quatrieme surfaces 150 et 152, re- 
liees a des bornes de mesure 154, 156, sont realises 
en des metaux (differents) ayant un potential oxydore- 
ducteur connu. II s'agit par exemple d'une bande de pla- 
tine ou d'or et d'une bande d'argent. 

Lorsque le support est trempe dans le bain d'elec- 
trolyte, une mesure d'un potentiel de reference peut etre 
effectue sur les bornes 1 54, 1 56 par fermeture du circuit 
electrochimique comprenant les troisieme et quatrieme 
surfaces conductrices. 

La mesure effectuee entre les bornes 154 et 156 
permet de fixer en absolu le potentiel qui sera applique 
aux electrodes 128 et 116. 

Dans une realisation stmplifiee une seule bande de 
metal de reference peut etre suffisante. Un potentiel de 
reference est alors mesure entre cette bande de metal 
et la bande ou grille de materiau conducteur formant la 
contre-electrode. 

La bande de metal de reference et la contre-elec- 
trode doivent alors etre realisees en un materiau diffe- 
rent. 

Pour I'ensemble des figures 4 a 6, on peut noter que 
les surfaces conductrices formant electrodes et la (ou 
les) surface(s) formant contre-electrode(s) sont. for- 
mees sur la meme face du substrat. 

Un depot electrolytique peut etre effectue sur les 
premieres surfaces conductrices en plongeant le sup- 
port dans un bain d'electrolyte et en appliquant entre la 
borne 1 35 reliee ^ la contre-electrode et au moins I'une 



des bornes 1 30 une tension de polarisation convenable. 

Le depot peut etre effectue selectivement surcer- 
taines premieres surfaces en appliquant une tension et 
eventuellement un signal d'adressage selectivement 
5 sur des bornes 1 30 correspondantes. Le signal d'adres- 
sage et les tensions a appliquer selectivement sur les 
bornes peuvent etre fournies par une interface d'un mi- 
cro-ordinateur branche entre le generateur 118 de ten- 
sion et le support. 
10 La figure 7 montre une installation d'electrolyse 
equipee d'un support tel que decrit ct-dessus. 

Des references identiques designent des elements 
identiques ou similaires a ceux des figures precedentes. 

Ainsi, un support equipe de premieres surfaces 1 28 
15 formant electrodes et d'une deuxieme surface conduc- 
trice 116 formant contre-electrode est trempe dans une 
cuve 110 contenant un electrolyte 112. Les bornes de 
connexion (deuxiemes bornes) 130 et 135 situees sur 
une portion emergee du support sont reliees a un con- 
20 necteur 140. Le connecteur permet de relier les bornes 
a un generateur de tension 1 1 8. 

Comme les electrodes et la contre-electrode sont 
disposees sur un meme substrat, un volume de bain 
d'electrolyte reduit. correspondent a la taille du support 
25 est suffisant. 

La figure 8 montre une autre installation d'electro- 
lyse avec un support conforme a I'invention. 

Le support equipe de premieres surfaces conduc- 
trices 128 et d'une deuxieme surface conductrice 116, 
30 est monte dans un bac porte-echantillon 142 adapte a 
sa taille. 

La face du support comportant les surfaces conduc- 
trices est tournee vers le haut et les bornes 130, 135 
sont reliees a un generateur de tension 118 par I'inter- 
35 mediaire d'un connecteur 140. 

Un tres fin film d'electrolyte est applique sur la face 
du support tournee vers le haut de fa9on a humecter les 
surfaces conductrices formant electrode et contre-elec- 
trode. 

"^0 II apparait ainsi qu'une quantite tres reduite d'elec- 
trolyte et seulement necessaire pour constituer le "bain 
d'electrolyte". 

Le cout en electrolyte pour realiser le depot peut en 
consequence etre egalement reduit. Ceci est particulie- 

45 rement appreciable lorsque des depots differents sont 
realises sur les differentes premieres surfaces, et 
qu'une pluralite de bains electrolytes differents sont ne- 
cessaires. ■ 
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